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Kata Kunci : ABSTRAK
Heatsink; Penelitian Ini bertujuan untuk mengatasi Overheat dan Korslet pada
Laptop; motherboard Laptop. Overheat merupakan sumber utama masalah yang terjadi
Processor; pada laptop karena sumbatan debu pada heatsink. Sehinga panas dari
Overheat; processor tidak bisa dikeluarkan dan menyebabkan laptop korslet. Heatsink
Motherboard. pada laptop saat ini masih bersifat statis sehinga menjadi akses keluar masuk
debu dan binatang yang menyebabkan korslet. Untuk itu diperlukan sebuah
metode untuk mencegah terjadi sumbatan dengan mendesain arsitektur
heatsink dinamis, metode research and development digunakan untuk
membuat sirip heatsink yang bersifat dinamis, sehinga debu dan binatang
tidak dapat masuk kedalam motherboard ketika laptop dalam keadaan mati.
Keywords ABSTRACT
Heatsink; This research aims to overcome Overheat and Short Circuit on Laptop
Laptop; motherboard. Overheat is the main source of problems that occur on laptops
Processor; due to dust blockage on the heatsink. So that the heat from the processor
Overheat; cannot be released and causes the laptop to short circuit. The heatsink on the
Motherboard. laptop is currently still static so that it becomes an access for dust and

animals to enter and exit which causes short circuits. For this reason, a
method is needed to prevent blockages by designing a dynamic heatsink
architecture, the research and development method is used to create dynamic
heatsink fins, so that dust and animals cannot enter the motherboard when the
laptop is off..
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PENDAHULUAN

Heatsink merupakan komponen penting pada sebuah motherboard yang berfungsi untuk
menyerap dan menurunkan panas dari prosesor (Wiriyasart et al., 2019) . Peran heatsink sangat
penting untuk mencegah overheat pada processor (Shanmuganathan et al., 2022). Heatsink memiliki
kemampuan dalam menyerap panas karena memiliki konduktivitas termal yang tinggi seperti tembaga
dan alumunium (Topcu et al., 2023). Heatsink bekerja dengan cara kipas pendingin akan mengalirkan
udara melalui sirip-sirip heatsink untuk membuang panas ke luar laptop sehinga menjaga suhu
processor tetap stabil dalam mengeksekusi program yang dijalankan (Gayathri Prasad et al., 2020).

Perkembangan arsitektur Processor dari PGA (Pin Grid Array) yang dulu nya mengunakan
susunan pin besi dengan campuran emas sehinga lebih tahan terhadap panas telah terganti dengan
Arsitetkur (BGA) Ball Grid Array, Ball Grid Array merupakan susunan kaki processor yang sudah
mengunakan bola timah, Sehinga rawan terjadi kerusakan pada kaki processor apabila suhu processor
overheat(Xu, 2021). Keretakan timah pada kaki processor akan memutus jalur komunikasi antara
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motherboard ke processor . sehinga akan menyebabkan laptop malfunction seperti mati total, no
display atau power drop (Burg & Ausubel, 2021).

Panas pada laptop pada umum nya melalui 2 sumber. Yaitu sumber internal dan eksternal.
Sumber internal yaitu panas dari processor itu sendiri dan sumber eksternal terjadi karena sumbatan
debu pada heatsink sehinga panas dari processor tidak dapat keluar dari laptop Sehinga menyebabkan
processor overheat dan terjadi keretakan bola timah pada processor (Fabregas et al., 2022).

KAJIAN PUSTAKA
1. Heatsink

Gambar 1. Heatsink Laptop
Heatsink merupakan komponen yang berfungsi untuk membuang udara panas pada processor.
Udara panas pada processor disalurkan melalui Sirip heatsink dan dihembuskan keluar oleh fan
processor. Sirip heatsink juga menjadi factor utama masuk nya kotoran dari eksternal kedalam
motherboard sehinga menyebabkan sumbatan debu dan membuat laptop overheat dan korslet
(Nordlund et al., 2021)

2. Processor

Processor Laptop, Processor Laptop terdiri dari 2 Jenis. Dari ke2 Jenis tersebut Type Processor
BGA sangat Bergantung dengan Kualitas Heatsink Pendingin Karena mengunakan Bola Timah untuk
Koneksi ke motherboard. Bola Timah Sangat Rawan terhadap temperature Panas. Untuk itu
diperlukan Smart Heatsink untuk Menjaga Temperatur Bola timah Kaki Processor (Ryabko &
Rakitskiy, 2020).

Tabel 1. Tipe Processor

No Type PIN Description
Processor

1 _ Processor Type BGA (Ball Grid Array)
mengunakan koneksi bola timah pada kaki
processor. Rentan terhadap panas karena
dapat mengakibatkan keretakan bola timah.

2 Processor Type PGA (Pin Grid Array)
mengunakan koneksi Besi dan lapisan emas
pada kaki processor. Tahan terhadap panas
karena bahan dasar besi .
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3. Motherboard

Motherboard adalah papan sirkuit utama yang berfungsi untuk menghubungkan dan Mensupply
tegangan ke berbagai komponen komputer, seperti CPU, RAM, Kkartu grafis, dan perangkat
penyimpanan. Pada Penelitian ini peneliti mengunakan tegangan VS pada soket Fan Motherboard
dengan menambahkan Servo Penggerak untuk Membuka dan Menutup sirip Heatsink FAN.

e el - .

Gambar 2. Motherboard Laptop

4. Motor Servo
Servo adalah suatu motor yang tersusun atas kombinasi beberapa gear, potensiometer (sensor
posisi), dan rangkaian kontrol (driver motor) sehingga suatu servo dapat dikontrol kecepatan putar
dan posisinya dengan sangat akurat (Biyik et al., 2021).

o Kabel berwarna merah adalah Positif (+) , besarnya tegangan tergantung dari tipe motor
servo yang dapat ditemukan pada datasheet motor servo, namun biasanya berkisar antara
(5V-9V).

e Kabel berwarna hitam adalah kabel ground (-).

e Kabel berwarna kuning adalah kabel pulsa/data (Signal)

"

Gambar 3.Motor Servo

5. Schematic Diagram

Motherboard mempunyai 2 jenis type tegangan . tegangan ALW (Always) dan VS (After Switch) .
Tegangan Always tegangan yang wajib hadir sebelum tombol power di tekan apabila tegangan ALW
hilang maka laptop tidak akan bisa dinyalaka Sedangkan tegangan VS tegangan yang bekerja setelah
tombol power di tekan contoh nya tegangan yang bekerja setelah tombol power ditekan seperti
tegangan : RAM,PROCESSOR ,VGA,FAN dan USB. Untuk mengetahui datasheet motherboard
diperlukan Scematic Diagram. _ :

Gambar 4.Schematic Diagram
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METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian ini Mengunakan Metode Research & Development (R&D) . Metode ini dipilih peneliti
berdasarkan pengamatan secara langsung pada beberapa arsitektur heatsink laptop serta permasalahan
— permasalah berdasarkan model heatsink. Berdasakan Permasalahan yang terjadi Peneliti
membangun sebuah solusi Smart Heatsink untuk mengatasi permasalah tersebut (Fazza, 2022).

2. Flowchart Sistem
Berikut Alur Kerja Sistem Smart Heatsink :
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Gambar 5. Flowchart Sistem

3.  Metode Alur Kerja Tegangan

Metode yang akan digunakan adalah dengan mengunakan tegangan VS pada motherboard.
Tegangan VS terbagi 2 : 3VS dan 5VS. untuk smart heatsink peneliti mengunakan tegangan 5VS pada
motherboard . tegangan 5VS mensupply tegangan ke USB, FAN dan 1/0 Port motherboard. (Sriram et
al., 2023)

Tezangan 4455 Hadir
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ditekan dan
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Ketika Tomibol
Teg Always +3VA Power Diteban
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Hidiir Tegangan ALW K=
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Gambar 6. Metode Alur Kerja Tegangan
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sirip Heatsink Statis

Sirip Heatsink Merupakan Jalur Keluar Masuk nya udara Pada Laptop. Model Sirip Heatsink Statis
Merupakan Masalah utama dikarenakan Kondisi tersebut dapat mempermudah masuknya debu
sehinga dapat membuat laptop overheat dan binatang seperti semut untuk jalur keluar masuk ke dalam
motherboard sehinga dapat menyebabkan korslet.

Gambar 7. Heatsink Tersumbat

2. Arsitektur Rangkaian
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Gambar 8. Komponen Heatsink

Tabel 2. Keterangan Gambar

No Nama Deskripsi
1  Plate Pipe Merupakan Pipa Penghantar Panas ke Sirip Heatsink
2  Copper Plate Merupakan Plat Tembaga Pendingin Processor
3 Fan Merupakan Kipas Pendingin Processor
4 Heatsink Hole Lubang Baut Heatsink
5  Processor Merupakan Komponen Arithmatic Logical UNIT (ALU)
6  Servo Merupakan Komponen Penggerak
7  Plat Control Servo ~ Merupakan Tuas Penggerak yang terhubung Ke Servo
9 +Vs5 Merupakan Tegangan Positif pada soket motherboard (+)
10 EN Merupakan Pin Kontrol pada motherboard
11 V- Merupakan Ground (-)
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3. Desain Arsitektur Sirip Heatsink Dinamis

Dalam Penelitian ini Merancang Smart Heatsink. Berikut Rancangan Smart Heatsink Laptop . :

Kondisi Sirip Heatsink Terbuka, Ketika Laptop dalam Keadaan sedang Menyala. Sehinga udara panas
dari processor dapat dibuang Keluar oleh Fan. Pin EN pada soket motherboard akan mengaktifkan
servo ketika Laptop dalam keadaan menyala. Servo akan mendorong Plat Kontrol Sehinga Kondisi
sirip Heatsink terbuka.

o o,
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i Processor
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Fan Cable

Motherboard Pin

Sirip Terbuka
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EN
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Gambar 9. Sirip Heatsink Terbuka

Kondisi Sirip Heatsink Tertutup, Ketika Laptop dalam Keadaan sedang Mati. Sehinga Debu dan
Binatang seperti semut dari luar motherboard tidak masuk kedalam motherboard. Pin EN pada soket
motherboard akan menonaktifkan servo ketika Laptop dalam mati. Servo akan menarik Plat Kontrol

Sehinga Kondisi sirip Heatsink tertutup.
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Gambar 10. Sirip Heatsink Tertutup
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SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan Pada Penelitian ini. Laptop yang beredar dipasaran saat ini masih mengunakan sistem sirip
Heatsink statis sehinga rawan terhadap debu yang dapat mengakibatkan overheat dan serangan dari
luar seperti hewan yang dapat menyebabkan korsleting. Untuk itu perlunya diterapkan sirip heatsink
dinamis , sirip heatsink dinamis dapat meminimalisir overheat dan korslet. Dikarenkan Ketika laptop
dalam kondisi mati sirip heatsink tertutup sehinga ancaman dari eksternal laptop tidak dapat masuk
kedalam motherboard laptop.
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